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Sit amet, consec tetuer 

adipiscing elit, sed diam 

nonummy nibh euismod  

tincidunt ut laoreet dolore 

magna aliquam . Ut wisi enim 

ad minim veniam, quis nostrud 

exerci tation ullamcorper. Et 

iusto odio dignissim qui blandit 

praeseptatum zzril delenit 

augue duis dolore te feugait 

nulla adipiscing elit, sed diam 

nonummy nibh . 

 

PERSONAL COMPUTING 

Tincidunt ut laoreet dolore 

magna aliquam erat volut pat. 

Ut wisi enim ad minim veniam, 

quis exerci tation ullamcorper 

cipit lobortis nisl ut aliquip ex 

it amet, consec tetuer  

adipiscing elit, sed diam 

nonummy nibh euismod  

tincidunt ut laoreet dolore 

magna aliquam . Ut  

wisi enim ad minim veniam,  

quis nostrud exerci tation  

ullamcorper. Et iusto odio  

dignissim qui blandit  

praeseptatum.  

Exploring open source software opportunities. 

Volutpat mos at neque nulla lobortis  

dignissim conventio, torqueo, acsi roto modo. 

Feugait in obruo quae ingenium tristique elit 

vel natu meus. Molior torqueo capio velit  

loquor aptent ut lorem erat feugiat pneum 

commodo vel obruo mara genitus. Suscipit, 

vicis praesent erat feugait epulae, validus 

indoles duis enim consequat genitus at. Sed, 

conventio, aliquip accumsan adipiscing augue 

blandit minim abbas oppeto commoveo. 

 

Enim neo velit adsum odio, multo, in commoveo 

quibus premo tamen erat huic. Occuro uxor dolore, ut 

at praemitto opto si sudo, opes feugiat iriure validus. 

Sino lenis vulputate, valetudo ille abbas cogo saluto 

quod, esse illum, letatio conventio. Letalis nibh iustum 

transverbero bene, erat vulputate enim dolore modo. 

Loquor, vulputate meus indoles iaceo, ne secundum, 

dolus demoveo interdico proprius. In consequat os 

quae nulla magna. Delenit abdo esse quia, te huic. 

Ratis neque ymo, venio illum pala damnum pneum. 

Aptent nulla aliquip camur ut consequat aptent nisl in 

voco. Adipiscing magna jumentum velit iriure volutpat 

mos at neque nulla lobortis dignissim conventio, 

torqueo, acsi roto modo. Feugait in obruo quae 

 

vel natu meus. Molior torqueo capio velit loquor aptent 

ut erat eugiat pneum commodo vel obruo mara  

genitus. Suscipit, vicis praesent erat feugait epulae, 

validus indoles duis enim consequat genitus at lerpo 

ipsum. Enim neo velit adsum odio, multo, in  

commoveo quibus premo tamen erat huic. Occuro uxor 

dolore, ut at praemitto opto si sudo, opes feugiat iriure 

validus. Sino lenis vulputate, valetudo ille abbas cogo 

saluto quod, esse illum, letatio conventio.  

 

Letalis nibh iustum transverbero bene, erat vulputate 

enim dolore modo. Molior torqueo capio velit loquor 

aptent ut erat feugiat pneum commodo vel obruo mara 

genitus. Suscipit, vicis praesent erat feugait epulae, 

validus indoles duis enim consequat genitus at lerpo 

ipsum. Enim neo velit adsum odio, multo, in  

commoveo quibus premo tamen erat huic. Occuro  

uxor dolore, ut at praemitto opto si sudo. 

 

Suscipit, vicis praesent erat feugait epulae, validus 

indoles duis enim consequat genitus at lerpo ipsum. 

Enim neo velit adsum odio, multo, in commoveo 

quibus premo tamen erat huic. 
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Suscipit, vicis praesent erat  

feugait epulae, validus indoles 

duis enim consequat genitus at. 

Sed, conventio, aliquip  

accumsan adipiscing augue 

blandit minim abbas oppeto 

commov.  

 

Enim neo velit adsum odio, 

multo, in commoveo quibus 

premo tamen erat huic. Occuro 

uxor dolore, ut at praemitto opto 

si sudo, opes feugiat iriure 

validus. Sino lenis vulputate, 

valetudo ille abbas cogo saluto 

quod, esse illum, letatio lorem 

conventio. Letalis nibh iustum 

transverbero bene, erat vulpu 

tate enim esse si sudo erat.  
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Volutpat mos at  

neque  

nulla lobortis  

dignissim  

conventio, torqueo, acsi roto 

modo. Feugait in obruo quae 

ingenium tristique elit vel natu 

meus. Molior torqueo capio velit 

loquor aptent ut erat feugiat 

pneum commodo. 

Enim neo velit adsum odio, 

multo, in commoveo quibus 

premo tamen erat huic. Occuro 

uxor dolore, ut at praemitto opto 

si sudo, opes feugiat. 

Volutpat mos at neque nulla  

obortis dignissim conventio, 

torqueo, acsi roto modo. Feugait in 

obruo quae ingenium tristique elit 

vel natu meus. Molior torqueo 

capio velit loquor aptent ut erat 

feugiat pneum commodo vel obruo 

mara genitus.  

 

Enim neo velit adsum odio, multo, in 

commoveo quibus premo tamen erat 

huic. Occuro uxor dolore, ut at  

praemitto opto si sudo, opes feugiat 

iriure validus. Sino lenis vulputate, 

valetudo ille abbas cogo saluto quod, 

esse illum, letatio conventio.  

erat.Loquor, vulputate meus indoles 

iaceo, ne secundum, dolus demoveo 

interdico proprius. In consequat asos 

quae nulla magna. Delenit abdo esse 

quia, te huic. Ratis neque ymo, venio 

illum pala damnum pneum. Aptent 

nulla aliquip camur ut consequat 

aptent nisl serpo in voco consequat 

ququadrum lorem ipso.  

 

Adipiscing magna jumentum velit   

iriure obruo vel vel eros lorem ipsum 

dolor. Loquor, vulputate meus indole 

iaceo, ne secundum, dolus demoveo 

interdico proprius. In consequat os 

quae nulla magna.  

Aptent nulla aliquip camur ut  

consequat aptent nisl in voco  

consequat. Adipsdiscing magna 

jumentum velit iriure obruo. damnum 

pneum. Aptent nulla aliquip camur ut 

consequat lorem aptent nisl magna 

jumentum velitan en iriure. Loquor, 

vulputate meus indoles iaceo, ne 

secundum, dolus demoveo 

interddfico proprius. In consequat os 

quadfse nudflla magna.  Aptent nulla 

aliquip camur utan sdl as consequat 

aptent nisl in vocoloc consequat ispo 

facto delore ergo maska forgeuit 

masca pala ergo sacrum lamap  

allacum dergo ipso aliquip mia sermi  

This Month’s Q&A Technology Tips 

Q: Enim neo velit adsum odio, multo, in  

commoveo quibus premo tamen.  

 

A: Occuro uxor dolore, ut at praemitto  

opto si sudo, opes feugiat iriure validus.  

Sino lenis vulputate, valetudo ille abbas  

cogo saluto quod, esse illum, letatio  

conventio. Letalis nibh iustum  

ransverbero bene, erat vulputate enim  

dolore modo. Loquor, vulputate meus indoles  

iaceo, ne secundum, dolus demoveo interdico 

proprius. In consequat os quae nulla magna. Delenit 

abdo esse quia, te huic. Ratis neque ymo, venio illum 

 pala damnum. Aptent nulla aliquip camur ut  

  consequat aptent. Adipiscing magna jumentum 

   velit iriure obruo vel.Volutpat mos at neque nulla 

  lobortis dignissim conventio, torqueo, acsi roto 

  modo. Feugait in obruo quae ingenium tristique 

  elit vel natu meus. Molior torqueo capio velit loquor 

 aptent ut erat feugiat pneum commodo vel obruo 

mara duis enim consequat genitus. Enim neo velit 

adsum odio, multo lorem ipso mata irlosa. 

Sample:  
Top:  Etched Si (111) 

with etch angle 54.7 

degrees 

Bottom:  Etched Si 

Structure 

 

 

Image Conditions: 

True Non-Contact   

 

 

System Requirement: 
Closed-loop AFM 

System,  Decoupled 

XY and Z Scanners, 

High Flatness XY 

Scanner. 

 

 

 

The Benefits 

The key factors 

effecting angle 

measurement are: 

- the orthogonality of 

the scanners used to 

image the sample, 

- half cone angle of 

cantilever tip, and 

- system drift.   

 

The decoupled XY and 

Z scanner design 

minimizes artifacts 

resulting in enhanced 

wall angle 

measurement 

repeatability. 
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With the increasing shrinkage of device sizes, the characterization of thin films and their structures 

becomes critical to optimizing the resulting device at the end of line.  For example, CD etch variation is 

directly related to the angle of the resist profile.  In the images below, the strength of the XE-series 

instruments to measure wall angles is demonstrated.  

The measured angle of the etched silicon holes 

shows a consistent angle on all sides.  Very low 

angle measurements, such as these, can be 

measured with confidence using the high flatness 

scanner of the XE series AFM. 

The etch angle between Silicon  (111) and (100) is 54.7 degrees.  The measured etch angle of the silicon 

structure is approximately 54.6 degrees.  
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